CENTRO“E #2020

Designagao do projeto | HeatlT .: Heat Management In Highly Sense
Optoelectronic Circuitry

UNIAO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Caodigo do projeto | CENTRO-01-0247-FEDER-017942

Objetivo principal | Reforgar a competitividade das pequenas e
médias empresas

Regi&o de intervencgao | Centro

Composicdo do Consorcio: PlCadvanced, S.A., na qualidade de
Promotor Lider, HFA — Henrique, Fernando & Alves, S.A., na
qualidade de Copromotor, e Instituto de Telecomunicagdes, na
qualidade de Copromotor

Entidade beneficiaria |HFA — Henrique, Fernando & Alves, S.A.
Data de aprovacao | 2017-06-07

Data de inicio | 2017-04-01

Data de conclusao | 2019-03-31

Custo total elegivel |933.361,86 €

Apoio financeiro da Unido Europeia | FEDER - 595.702,27 €

Com este projeto, a HFA — Henrique, Fernando & Alves, S.A. pretende
dedicar-se ao desenvolvimento e industrializacdo de uma linha de
produtos uUnica na area de telecomunicagdes — nomeadamente
solucdes focadas para a norma NG-PON2 — que permitira oferecer
solugdes tanto para os central offices nas suas diferentes
configuragcdes possiveis, como também para os equipamentos
terminais, constituindo uma resposta tecnolégica para as
necessidades das redes de nova geracédo baseada em fibra dtica.




CENTRO"S #2020

Designacao do projeto: HFA - Complex dc
Cadigo do projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-033034
Objetivo principal: Aumento da capacidade de um estabelecimento ja

UNIAO EUROPEIA

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regiona

existente
Regido de intervengao: Centro Entidade beneficiaria: HFA - HENRIQUE,
FERNANDO & ALVES S.A.

Data de aprovacao: 2017-11-22

Data de inicio: 2017-06-28

Data de conclus&o: 2019-06-27

Custo total elegivel: 1.802.977,00 EUR

Apoio financeiro da Unido Europeia: FEDER — 901.488,50 EUR

A empresa pretende dotar o setor produtivo, de nova maquinaria de forma a
aumentar a capacidade produtiva, permitir o trabalho em componentes de
menor dimenséo, reduzir tempos de setup, reduzir custos relacionados com
componentes rejeitados e aumentar o raio de soldadura. Adicionalmente
pretende-se a criagdo de uma linha de prototipagem para desenvolvimento

pré-seéries e laboratério de id para validar o funcionamento e comportamento

das placas produzidas em conjunto.




